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公司概況公司概況 105年11月30日

• 成立時間: 民國79年11月19日
實收資本額：新台幣8億9仟萬元整

桃園辦公室桃園辦公室

• 實收資本額：新台幣8億9仟萬元整

• 董事長: 曾子章

• 總經理: 曾山一總經理: 曾山一

• 主要產品：軟式印刷電路板、載板

• 員工人數：約1,700人
桃園市桃園市龜山區山鶯路龜山區山鶯路173173號號

台中台中青年廠青年廠 台中東二廠 揚州廠

台中市大甲區青年路台中市大甲區青年路123123號號
產能產能 月月

台中市大甲區東二街台中市大甲區東二街2828號號
江蘇省揚州經濟開發區華揚江蘇省揚州經濟開發區華揚
西路西路7777號號

2

產能產能：：1,5001,500 WPNLWPNL//月月 產能：產能：15,00015,000mm²/²/月月 產能產能：：4040,000 ,000 mm²/²/月月



33

終端應用產品終端應用產品--軟板軟板

汽車市場

汽車市場-
日行燈、車內

汽車市場
行 車內

影音多媒體

軟板

手機與

平板筆電

穿戴
式

手機與平板筆電-
LCD module、

Light Bar、
T h P l

穿戴式產品-
無線耳機、手

錶、鞋

軟板 Touch Panel

物聯網光學

‧OIS

光學-
OIS

物聯網-
Finger print sensor、

NFCNFC
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終端應用產品終端應用產品--載板載板

物聯網

‧Nand
Flash

物聯網-
Nand Flash

載板載板
LED

LED-
Chip Led Substrate

光學-
Light Sensor、
Camera module
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20162016年年第三季第三季YoYYoY合併損益合併損益

單位：新台幣仟元

2016年前三季 2015年前三季

(R i d) (R i d)

金額 % 金額 % YoY %

營業收入 1,817,415         100 2,564,561         100 (29)
營業成本 (1 704 598) (94) (2 079 703) (81) (18)

(Reviewed) (Reviewed)

營業成本 (1,704,598) (94) (2,079,703) (81) (18)
營業毛利 112,817            6 484,858            19 (77)
營業費用 (302,952) (16) (285,267) (11) 6
營業淨利(損失) (190,135) (10) 199,591 8 (195)營業淨利(損失) (190,135) (10) 199,591           8 (195)
營業外收支淨額 (21,908) (1) 16,433 1 (233)
稅前淨利(淨損) (212,043) (11) 216,024            9 (198)
所得稅費用 (331) - (41,323) (2) (99)( ) ( , ) ( ) ( )
稅後淨利(淨損) (212,374) (11) 174,701            7 (222)

基本每股盈餘(元) (2.41) 2.18                  
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20162016年年第三季第三季QoQQoQ合併損益合併損益

單位：新台幣仟元

2016年第三季 2016年第二季

(R i d) (R i d)

金額 % 金額 % QoQ %

營業收入 636,330            100 585,946            100 9
營業成本 (604 211) (95) (551 279) (94) 10

(Reviewed) (Reviewed)

營業成本 (604,211) (95) (551,279) (94) 10
營業毛利 32,119              5 34,667              6 (7)
營業費用 (102,468) (16) (117,072) (20) (12)
營業損失 (70,349) (11) (82,405) (14) (15)營業損失 (70,349) (11) (82,405) (14) (15)
營業外收支淨額 (16,670) (3) 3,938 -   (523)
稅前淨損 (87,019) (14) (78,467) (14) 11
所得稅費用 1,841 - (448) - (511), ( ) ( )
稅後淨損 (85,178) (14) (78,915) (14) 8

基本每股盈餘(元) (0.97) (0.90)
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未來技術開發時程表

2016 Q42016 Q4

軟板高頻材料開發
2017Q1

2017Q2
軟板無線充電開發

軟硬結合板HDI

開發

軟板薄型化總厚

85μM線路量產

軟板35/35μM

線路量產

2017Q2

軟板預鑽孔及半

加成發開發

2017 Q3
2018Q1

載板量產
線路量產

軟板盲孔填孔

開發

(MSAP)

軟板預鑽孔流程

30μM /30μM  

細線路量產

軟板薄型化總厚

65μM軟板量產

載板25/25 μM
線路量產

Q

軟板半加成(MSAP) 
25μM /25μM細線路
量產載板35/35μM

線路量產

細線路量產 線路量產

載板四層板

MSAP製程導入

量產
•軟板可金屬化PI流程
導入
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終端應用未來產品比重調整終端應用未來產品比重調整

23%
32% 31% 33% 35%

1%
1% 1% 2%

1%

1% 2% 2%1% 1% 1% 3%

80%

100%

77%
65% 66%

40%

60%

65% 66% 63% 58%

0%

20%

2015Q1-Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4(F)

物聯網 0% 1% 1% 1% 3%

光學 0% 1% 1% 2% 2%光學 0% 1% 1% 2% 2%

穿戴式產品 0% 1% 1% 1% 2%

汽車市場 23% 32% 31% 33% 35%

手機與平板筆電市場 77% 65% 66% 63% 58%



THANK YOU!
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